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V. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N2-MiBM-CAD-110

Nazwa przedmiotu

Obrobka laserowa i plazmowa

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Laser and plasma processing

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia niestacjonarne

Zakres

systemy CAD/CAE

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-
teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. Wiodzimierz Zowczak, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 1

Wymagania wstepne Fizyka

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktow ECTS 4

Forma . " wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢

i 19 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Symbol Odniesienie do
Kategoria e);ektu Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych
Wo1 Ma wiedze na temgt 'urzad_zen stgsowanych w obrébce MiBM2_ W05
Wiedza skoncentrowanymi Zzrodtami energii :
W02 Ma wiedze na temat metod obrdbki skoncentrowanymi| MiBM2_WOQ07,
zrodtami energii MiBM2 W17
Uo1 Potrafi dobra¢ par.a[n(’atry d!a prosgych proceséw obrobki MiBM2_U08
Umiejetnosci skoncentrowanymi zrédtami energii
uo2 Potrafi zabezpieczy¢ sie przed zagrozeniami zwigzanymi MiBM2_U10
z obrébkg skoncentrowanymi zrédtami energii
KO1 Ma Swiadomosé zagrozen mazacych sie ze stosowa- MIBM2 K02
. niem skoncentrowanych zrédet energii —
Kompetencje - — - Y -
spoleczne Ma_ SW|adomosc_po.tenc1aInych korzysci ekologlczny’ch .
K02 |zwigzanych z uzyciem energooszczednych procesow MiBM2_KO05
obroébki

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wykfad

1. Uwagi historyczne. Generacja promieniowania laserowego. Rezonator.
2. Wigzka promieniowania laserowego — wiasciwosci, modowos¢, parametry, miary
jakosci.
3. Wiasciwosci zrodet promieniowania laserowego stosowanych w przemysle.
4. Przemystowe systemy do obrébki laserowej - wymagania, mozliwosci, cechy cha-
rakterystyczne.
5. Ciecie laserowe — metody (mechanizmy fizyczne, zakres zastosowan), parametry,
ocena jakosci, ograniczenia, jakos¢ ciecia.
6. Inne rodzaje laserowej obrébki ubytkowej — drgzenie, grawerowanie. Poréwnanie z
metodami konwencjonalnymi.
7. Spawanie laserowe: zjawiska fizyczne towarzyszgce spawaniu, metody spawania.
Wiasciwosci elementow spawanych laserowo. Lutowanie laserowe.
8. Laserowe obrébki powierzchniowe — istota procesu, metody. Hartowanie laserowe.
9. Stopowanie laserowe. Napawanie laserowe. Czyszczenie laserowe.
10. Znakowanie laserowe - mechanizmy fizyczne, metody. Znakowanie ptaskie i
przestrzenne.
11. Laserowe technologie przyrostowe — istota procesu, mechanizmy fizyczne, meto-
dy, mozliwosci, zakres zastosowan.
12. Inne rodzaje obrdbki za pomocg skoncentrowanych strumieni energii. Przemy-
stowe urzadzenia do obrdbki plazmowe;j.
13. Ciecie i spawanie plazmowe — mechanizmy, urzgdzenia, zakres zastosowan.
14. Napawanie plazmowe i natryskiwanie cieplne.
15. Zagrozenia zwigzane z obrébkg skoncentrowanymi zrédtami energii .




laboratorium

1. Zapoznanie sie z laboratorium. Zasady BHP.

2. Elementarne i zaawansowane metody badania wigzki laserowe;j.

3. Przygotowanie gtowicy laserowej do ciecia. Ciecie konturéw o réznej skali kompli-
kaciji.

4. Wplyw trajektorii na efekty procesu ciecia laserowego.

5. Drazenie laserowe réznych materiatow.

6. Przygotowanie gtowicy do spawania. Spawanie réoznych gatunkéw stali.

7. Spawanie z materiatem dodatkowym.

8. Spawane gtowicg dwuogniskowa.

9. Metody znakowania laserowego.

10. Wptyw parametréw obrébki na efekty hartowania laserowego.
11. Napawanie laserowe.

12. Ciecie plazmowe.

13. Spawanie plazmowe.

14. Obrdbka elektroiskrowa.

15. Zaliczenie ¢wiczen.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczy¢ X)
efektu E?JZ?:;/I” E%Ze?r:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
wo1 X X
W02 X X
uo1l X X
uo2 X X
K01
K02
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Egjrg,:f Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
wykiad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu
Obecnosé na zajeciach. Zaliczenie wejsciowki w formie od-
laboratorium | zaliczenie z oceng powiedzi ustnej na zadane pytania. Wykonanie i uzyskanie
pozytywnej oceny ze wszystkich sprawozdan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
) o ) ) W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 42 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 1,7 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 58 h
6. Liczba punktéw E(_':TS, _ktorq student uzyskuje 23 ECTS
w ramach samodzielnej pracy !
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 50 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
8. iy 2 ECTS
w ramach zajeé¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 100 h
10, Punkty ECTS za n'10du‘i o 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
LITERATURA

1. T. Burakowski, T. Wierzchon, Inzynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995

2. A. Klimpel, Technologia spawania i ciecia metali, Wyd. Polit. Slgskiej 1997

3. A. Klimpel, Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT 2009

4. J. Kusinski, Lasery i ich zastosowanie w inzynierii materiatowej, Wyd. Nauk. Akapit, 2000

5. W. Steen, J. Mazumder, Laser Material Processing, Springer 2010

6. W. Zowczak, Laser Material Processing, skrypt dostepny na portalu Politechniki Swigtokrzyskiej



